
中国集成电路设计业2021年会暨无锡集成电路产业

创新发展高峰论坛参会回执表

	单位名称
	

	地址
	
	邮编
	

	主营业务
	□IC设计   □EDA   □IP     □IC设计服务
□Foundry   □封装   □测试   □政府和协会

□大学和研究院所    □ICC和园区   □其他
	参会总人数
	共    人

	参会代表
	性别
	职务
	邮箱
	电话
	手机
	会务费类别

	
	
	
	
	
	
	A  B  C  D

	
	
	
	
	
	
	A  B  C  D

	
	
	
	
	
	
	A  B  C  D

	会议
联系人
	
	电话/手机
	
	E-mail
	

	我单位希望参加本次年会，请预留名额并寄发请柬。
■会务费：<无锡君来世尊酒店，含会议住宿、用餐、茶点、资料等>

A类：2000元人民币/人（不含住宿和考察）

B类：2400元人民币/人（不含住宿，含考察）
C类：3240元人民币/人（包含酒店双人间一个床位三晚住宿，合住，含考察）
D类：4080元人民币/人（包含酒店一间大或双床房三晚住宿，单住，含考察）

注：1、入住日期：11月10日；退房日期：11月13日。房费：560元人民币/晚/间（含单或双早）。

2、由于酒店房间不能预留，组委会仅对提前支付C类或D类会务费的参会人员保留房间，且依照汇款顺序，先到先得。如有其他需要，请提前与组委会联系并登记。

合计金额：人民币__________________ 元

	■银行转帐：
户  名：上海芯媒会务服务有限公司
开户行：上海银行浦西分行
帐  号：31691303001832394

	负责人签字：
     2021年     月     日


此表复印有效，请将此表格连同汇款凭证一起通过邮件回复至年会筹备组，以便会务组安排好各项工作。我们真诚期待您的参与！

会务组联系人：张柳萍18116126096（微信同号） ，电子邮箱：zhanglp@cicmag.com
报名联系人：金子杨，3391870，13726259646，电子邮箱：member@zhsia.org.cn或1137169774@qq.com
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